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LED封裝工藝  
主要材料介紹



LED封裝工藝            
 固 晶



LED封裝工藝         
  焊 線



LED封裝工藝               
焊線原理



LED封裝工藝             
焊線原理示意圖



LED封裝工藝         

 封 膠



LED封裝工藝  
分光測試

Step1：將材料放於
振動盤

Step2：材料進入測
試區進行測試

Step3：測試後，材料進入分BIN盒



LED封裝工藝    
包裝

Step1：將分BIN盒材料
倒入振動盤

Step2：材料入料帶後，用
燙頭是膠帶和料帶結合

Step3：帶裝好材料帶裝
成卷軸



LED封裝工藝   
流程概念整合

包裝料帶

註：
切割流程只有
Molding工藝才
會使用，點膠
工藝無此流程。



LED封裝測試介紹
LED可靠度測試規範

配膠
攪拌
(50g/15min)

點膠
(或膠
塊)

短烤
(135℃/1h

r)

長烤
(150℃/4hrs)

配膠順序 粉>
擴散劑>A劑>B

劑

僅針對產品進
行長考

除濕:2121及
3535建議為130

度/12hrs
回流銲(260℃)

一般配膠300-
500g則機台攪
拌40分鐘

抽真
空

觀察抽真
空至無氣
泡為止



LED封裝測試介紹
LED可靠度測試規範

回流銲3次
與標準樣品對

比

回流銲10次
與標準樣品對

比

OK 參考客戶驗證
條件或送客戶

試樣

分析原因

NG NG

OK
高溫高濕100 
℃/48hrs

以顯微鏡觀察
及紅墨水100 
℃/1hr判定隔

層現象



LED封裝測試介紹
LED可靠度測試規範

高溫高濕 
60℃/60RH @ 
52hrs

回流銲 
260℃ x 3 
times

冷熱衝擊 -40℃(5min) -
>(10sec)-> 100 ℃(5min) 
/ 1000 cycles

高壓測試 121℃ /2Pa / 
96hrs,test per 24hrs

高溫高濕反壓 85℃/85RH 
@ -9V ,96hrs

常溫老化,1000hrs

OK



LED封裝測試介紹
LED可靠度測試規範

高溫高濕 
85℃/85RH @ 
168hrs

回流銲 
260℃ x 3 
times

冷熱衝擊 -65℃(5min) -> 
(10sec)->150 ℃(5min) / 
500 cycles

高壓測試 121℃ /2Pa / 
96hrs,test per 24hrs

高溫高濕反壓 85℃/85RH 
@ -9V ,96hrs

常溫老化,1000hrs

OK



LED封裝測試介紹
LED可靠度測試規範

高溫高濕 
85℃/85RH @ 
72hrs

回流銲 
260℃ x 3 
times

冷熱衝擊 -40℃(5min) -> 
(10sec) -> 100 ℃(5min) 
/ 300 cycles

高壓測試 121℃ /2Pa / 
8hrs x 10 times

常溫老化,1000hrs

亮度,出光率對比

OK



LED封裝測試介紹
LED可靠度測試規範

高溫高濕 
85℃/85RH @ 
72hrs

回流銲 
260℃ x 6 
times

冷熱衝擊 -40℃(5min) -> 
(10sec) -> 100 ℃(5min) 
/ 500 cycles

高壓測試 121℃ /2Pa / 
8hrs x 10 times

常溫老化,1000hrs

亮度,出光率對比

OK


